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(57)【要約】
【課題】ベースからフィンへ接触抵抗による熱伝導を低
下を防ぎ、フィン間隔をより狭くできるので多くのフィ
ンを構成でき、より放熱能力の高いより軽量なヒートシ
ンクを提供する。
【解決手段】各ベース片（７）接合時にベース同士が隙
間なく接続できるように、各ベース片（７）に構成され
た角度を持った溝にフィン（６）かめることによりフィ
ンをベース片（７）に接続させ、フィンピッチを４ｍｍ
以下構成させベース片（７）に２個構成させた、ベース
郡（３ｃ）より次々と接続し、接続後、（８）の部分よ
り切りはなすことにより、ヒートシンクを製造するもの
である
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
かしめによって接続された２つのフィン（６）を一方の面に、半導体を取り付ける面を、
もう一方の面に備えたベース片（７）で構成されたヒートシンク片（２ｂ）の突状部（ａ
）を対応する前記ヒートシンク片（２ｂ）に　設けた凹状部（ｂ）に圧力により接続する
ことにより構成される、一方に１つのベース面ともう一方にフィン郡を構成することを特
徴とする、フィンとフィンの距離であるフィン間ピッチ（Ｐｔ２）が３ｍｍ以下のヒート
シンク。
【請求項２】
かしめによって接続された２つのフィン（６）を一方の面に、半導体を取り付ける面を、
もう一方の面に備えたベース片（７）で構成されたヒートシンク片（２ｂ）の突状部（ａ
）を対応する前記ヒートシンク片（２ｂ）に　設けた凹状部（ｂ）に圧力により接続する
ことにより構成される、一方に１つのベース面ともう一方にフィン郡を構成することを特
徴とするフィンとフィンの距離であるフィン間ピッチ（Ｐｔ２）が３ｍｍ以下のヒートシ
ンクにおいて、前記２つのフィンは、ベース片（７）に構成された、角度を持った溝にか
しめられることを特徴とするヒートシンク。
【請求項３】
かしめによって接続された２つのフィン（６）を配置したベース片（７）を連結部（８）
を介してを左右に構成されたヒートシンク片（３ｃ）の突状部（ａ）を対応する前記ヒー
トシンク片（３ｃ）に　設けた凹状部（ｂ）に圧力により接続し、接続後前記連結部（８
）を切り取ることによりすることにより製造される、一方に１つのベース面ともう一方に
フィン郡を構成することを特徴とするヒートシンクの製造方法およびヒートシンク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体を冷却するヒートシンクの構造及び製造方法に利用される。
【背景技術】
【０００２】
半導体が取り付けられた、ベースからの熱をフィンにて放熱するヒートシンクにおいて、
フィンにファンなどにて冷却風をあて前記熱を放熱する強制空冷は、フィンの、数が増せ
ば放熱面積も増え、放熱能力を向上できるため、より冷却力を高めるため、フィンとフィ
ンの、間隔であるフィン間ピッチを狭めて多くの細いフィンをベース上に構成させること
が必要になる。
図１の（１ａ）に示される、１つのベース（２）に複数のフィン（１）を構成させるヒー
トシンクにおいて、従来の技術においては、フィン（１）とフィン（１）との間隔のフィ
ン間ピッチ（Ｐｔ１）が４ｍｍ以下のヒートシンクはフィンを１ｍｍ以下の厚みのアルミ
ニュームや銅等の平板材をアルミニューム押し出し材等で製作した溝を備えたベース（２
）に、前記溝の左右に設けた、突起に圧力を加えてフィン（１）にかしめる工法等により
作られているが押し出し材工法の制約によりかしめに適した、細くて深い溝を構成させる
のは難しく、また、フィン間ピッチが狭いためフィン（１）の高さが高い場合など、かし
めに十分な強度を備えた治具を用いることができず、かしめによる工法では、フィン（１
）とベース（２）との接続が十分なり強度をもったヒートシンクを製作するのは困難であ
った。
【０００３】
それ故、フィンとベースが十分な接続強度を持ったヒートシンクを製作するため、図１の
（２ａ）に示された、厚み１ｍｍ以下のフィン（３）を、フィン間ピッチを４ｍｍ以下に
構成させたヒートシンクにおいて、図（３ａ）に示されたフィン（３）と中間フィン（４
）は、特許２９１７１０５の接続方法でベース（５）接続され、前記中間フィン（４）と
フィン（３）はかしめより接続される（特開平１０－３２２０６７）工法が取られた、し
かしながらこの工法においては、中間フィン（４）にかしめにより締結されるフィン（３
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）との間の接触熱抵抗とベース（５）から中間フィン（４）との接続で生じる接触抵抗に
より放熱能力を落とすことになる。
また、フィン（３）、中間フィン（４）、ベース（５）と部品点数が多くなり重量も増加
した。図２の（２ｂ）に示された、ベース片（７）がフィン（８）に接続するかしめ部分
とベース片同士を接続させる接続部分双方を兼ね備えていれば、中間フィン（４）は不要
になり重量は低減され、放熱能力も向上するが、フィン間ピッチ４ｍｍ以下フィン厚み１
ｍｍ以下のヒートシンク製作において通常の強制空冷用ヒートシンクのベース片の厚み（
Ｂｔ）は、１５ｍｍ前後幅（Ｗ）は６０ｍｍから２４０ｍｍ程度であり、フィンとベース
片のかしめは図３の（２ｃ）に示されるようにベース片の両側よりかしめる方法がかしめ
る力が十分有効に作用する、もっとも効果的な、かしめ方法なので、１個のベース片に対
して２本のフィンでかしめるため、ベース片１個の幅（Ｂｗ）はフィン間ピッチの２倍の
８ｍｍ以下となるため、ベース片（７）にフィン（６）をかしめる場合、ベース幅（Ｂｗ
）が小さいため、押し出し材での垂直な溝ではかしめに十分な形状の構成が困難であり、
ベース片（７）同士を接続　積層させ幅の広い１個のベースと複数のフィンを構成させた
ヒートシンクを製作するに、ベース片の厚み（Ｂｔ）と幅（Ｂｗ）が小さすぎ、困難であ
った。また、フィン間ピッチをさらに狭めて、３ｍｍ以下にすると、押し出し材の制約の
ため、フィン（６）をベース片（７）にかしめる際、製造上ベース幅（Ｂｗ）よりかしめ
部分が大きくなってしまい、ベース片（７）同士の接続の際、隙間が生じてしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、ヒートシンク製造においてベース片（７）にフィン（６）かしめ部分とベース
片接続部分を設けることにより、ベース片（７）にフィン間ピッチ間隔３ｍｍ以下のフィ
ン（６）を構成させるとともに、ベース片（７）からフィン（６）へ接触抵抗による熱伝
導を低下を防ぎ、より放熱能力の高いより軽量な１個のベースと複数のフィンを備えたヒ
ートシンクを提供することである。
【課題を解決するための手段】
本発明は、各ベース（７）に構成された角度を持った溝にフィン（６）をかしめることに
よりフィン（６）をベース（７）に接続させ、フィン間ピッチを３ｍｍ以下に構成させベ
ースを左右に２個構成させた、ベース郡（３ｃ）を圧力により次々と接続し、接続後、（
８）の部分を切り離すことにより、ヒートシンク（図４）を製造する。
【発明の効果】
ベースからフィンへ接触抵抗による熱伝導を低下を防ぎ、フィン間隔をより狭くできるの
で多くのフィンを構成でき、より放熱能力の高いより軽量なヒートシンクを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
各ベース片（７）接合時にベース同士が隙間なく接続できるように、各ベース片（７）に
構成された角度を持った溝にフィン（６）かめることによりフィンをベース片（７）に接
続させ、フィン間ピッチを３ｍｍ以下構成させベース片（７）に２個構成させた、ベース
郡（３ｃ）より次々と接続し、接続後、（８）の部分より切りはなすことにより、ヒート
シンクを製造する。
【実施例】
【０００６】
実施例について図面を参照して説明する。図１の（１ａ）は、従来のかしめによる１つの
ベース（２）と複数のフィン（１）から構成される、ヒートシンクの斜視図である、（１
）は、アルミニュームの平板などによって作れた放熱用のフィンである、（Ｐｔ１）は、
フィンとフィンの間隔のフィン間ピッチである。
前記フィン（１）はベース（２）に構成された、溝に嵌められ溝両脇の突起をかしめるこ
とにより接続される。フィン接続用のかしめ用治具は（Ｐｔ１）からフィン（１）の厚み
を差し引いた値の隙間から、挿入しなくてはならないので、フィン（１）高さが高い場合
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、フィン間ピッチが４ｍｍ以下においては非常に困難であった。
【０００７】
図１の（２ａ）は、特開平１０－３２２０６７による、接続方法で、フィン（３）、中間
ベース（４）、ベース（５）から構成されている、（３ａ）で示されているように、フィ
ン（３）は中間ベース（４）に接続されてから、ベース（５）に接続されるので、フィン
（３）の中間ベース（４）へのかしめによる接続は、（１ａ）の前記従来方式よりも、簡
単であるが、その分部品点数が増え重量も増加した、また中間フィン（４）によりベース
（５）からの熱伝導において、接触抵抗値が増加した。
図２は本発明による、ヒートシンクの斜視図である、フィン（６）はベース片（７）にか
しめにより接続され各ベース片（７）同士は、特許２９１７１０５の工法で接続されてい
る、ベース片（７）に接続できるフィンは２本程度なので、ベース片（７）の幅（Ｂｗ）
は、ピッチ（Ｐｔ２）４ｍｍの場合８ｍｍとなるベース片厚み（Ｂｔ）は、通常１３ｍｍ
前後であり、ヒートシンク幅（Ｗ）は６０ｍｍから２４０ｍｍ程度である、したがって図
（２ｂ）で示された、２本のフィン（６）とベース片（７）１個から構成されるヒートシ
ンク片（２ｂ）を、特許２９１７１０５の工法で（ａ）の突起部を（ｂ）の凹部に接続し
ようとしても、接続部が小さすぎて、困難であった。
【０００８】
図３は本発明による、本発明によるヒートシンクの製造方法である、図（１ｃ）は（Ａ）
に示されているように、接続部（８）を介して左右に設けられたベース片（７）を１つの
接続用ベース片として、かしめ用溝に厚み（Ｆｔ）のフィン（６）を挿入しているところ
である。図（２ｃ）は、矢印圧力によりフィン（６）を前記接続用ベース片（Ａ）にかし
めにて接続するところの図であり図（３ｃ）は、かしめ後の図である、図（４ｃ）は、前
工程で製作したヒートシンク片（３ｃ）を特許２９１７１０５の工法にて圧力で突起部を
凹部ｂに接続していく図である。
接続部（８）を介して左右に設けられたベース片（７）を１つの接続用ベース片が（Ａ）
の形状であるため、接続部分が大きくなり、圧力による接続の際、接続部（８）の長さを
変えることで、ベース片（７）だけの接続ではできなかった、安定した接続にて、ヒート
シンク片（３ｃ）を接続できる。
【０００９】
図４は、図３の（４ｃ）で接続された、ヒートシンク片を図３の接続部（８）の部分から
切り離して製作した、本発明の１個のベースと複数のフィンからなるピッチ間３ｍｍ以下
のヒートシンクである。
図５の図（２ｄ），（３ｄ），（４ｄ）は、（１ｄ）に示された、ヒートシンク片の（Ｂ
）の部分拡大図である、１つのヒートシンク片には２本のフィン（６）が接続されるので
、４ｍｍピッチ間の場合（Ｂｗ１）は８ｍｍ程度となる、押し出し材でできる有効なフィ
ンかしめ用溝（Ｇｗ）は、押し出し材の制約上、幅１ｍｍ程度で深さ（Ｇｄ）は３ｍｍ程
度なのでフィン厚み（Ｆｔ）０．８ｍｍの場合、溝と溝の間の距離Ｃｔ＝３．２ｍｍなの
で２個のフィン（６）をかしめる２個の壁の厚み（９）＝（Ｂｗ１－（２×Ｇｗ＋Ｃｔ）
）／２　故に壁の厚み（９）＝１．４ｍｍでかしめに十分な厚みをもつことができるが、
フィン厚み（Ｆｔ）を０．４ｍｍ程度でピッチ間２．４ｍｍにすると、Ｃｔ＝２ｍｍ，Ｂ
ｗ１＝４．８ｍｍとなるので壁の厚み（９）＝０．４ｍｍとなり、細すぎて、有効なかし
めができなくなる。フィン厚０．６ｍｍでピッチ間３ｍｍの場合は、壁の厚み（９）は、
０．８ｍｍとなりかしめに有効な壁の厚みの限界となる。
そこで壁の厚みを図（３ｄ）の（１０）のようにかしめに十分な厚み１ｍｍ程度にすると
、図（４ｄ）のように、かしめ後のかしめ部のベース片の厚みが（Ｂｗ１）より大きい（
Ｂｗ２）になってしまい、ヒートシンク片（３ｃ）を次々に接続する際、隙間が生じて、
幅広いヒートシンクの製作が困難となる・
【００１０】
図６は、前記の問題で生じる隙間を防ぐため、図（１ｅ）と（２ｅ）は、図（２ｄ）のか
しめ用の垂直な溝（Ｇｗ）に角度を持たせ、溝の底幅（Ｇｗｄ）をフィン幅よりやや大き
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めにとり溝の上幅（Ｇｗｕ）を１ｍｍ以上にすることでかしめよう壁（１１）を太くして
かつ、かしめ後の太さ（Ｂｗ３）はかしめ前の太さと変わらなくできる。
図６の図（１ｆ）と（２ｆ）溝幅は等間隔であるが溝が角度を持っているため図（２ｆ）
で示されているように、壁の厚み（１２）はかしめに十分な厚みを持つことが出来かつか
しめ後幅（ＢＷ４）の寸法は変わらなくなる。
【産業上の実施の可能性】

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（１ａ）従来のヒートシンク斜視図（２ａ）特開平１０－３２２０６７の工法に
よるヒートシンク（３ａ）特開平１０－３２２０６７の工法によるフィンと中間フィン
【図２】（１ｂ）本発明によるヒートシンク斜視図（２ｂ）本発明によるヒートシンクの
ベース片（７）とフィン（６）
【図３】（１ｃ）２つベース（Ａ）にフィン（６）を挿入する図（２ｃ）２つのベース（
Ａ）にフィン（６）をかしめを行う図（３ｃ）ヒートシンク片の図（４ｃ）ヒートシンク
片を特許２９１７１０５の工法で接続する図
【図４】本発明によるヒートシンク正面図
【図５】（１ｄ）ヒートシンク片の図（２ｄ）Ｂ部分の溝の詳細図（３ｄ）Ｂ部分のフィ
ン挿入後の溝の詳細図（４ｄ）Ｂ部分のフィンかしめ後の溝の詳細図
【図６】（１ｅ）Ｂ部分のかしめ前溝形状詳細図（２ｅ）Ｂ部分のかしめ後溝形状詳細図
（１ｆ）Ｂ部分のかしめ前溝形状詳細図（２ｆ）Ｂ部分のかしめ後溝形状詳細図
【符号の説明】
１．従来のヒートシンクのフィン
２．従来のヒートシンクのベース
３．特開平１０－３２２０６７工法のヒートシンクのフィン
４．特開平１０－３２２０６７工法のヒートシンクの中間フィン
５．特開平１０－３２２０６７工法のヒートシンクのベース
６．本発明のヒートシンクのフィン
７．本発明のヒートシンクのベース
８．本発明のヒートシンクのベース接続部
９．かしめ部の壁
１０．かしめ部の壁
１１．溝に角度を持たせた場合のかしめ部の壁
１２．溝に角度を持たせた場合のかしめ部の壁
Ｂｔ．ベース片（７）の高さ
Ｂｗ．ベース片（７）の幅
ａ．接続用突状部
ｂ．接続用凹状部
Ｐｔ２．本発明によるヒートシンクのフィン間ピッチ
Ａ．２個のベース片（７）の連結図
Ｂ．ベース片（７）部分図
Ｃｔ．溝と溝の間の距離
Ｇｗ．フィンかしめ用溝
Ｇｄ．かしめ溝深さ
Ｂｗ１．かしめ前ベース片の幅
Ｆｔ．フィン幅
Ｂｗ２．かしめ後ベース片の幅
ＧＷｕ．角度を持った溝上部
ＧＷｄ．角度を持った溝底部
Ｂｗ３．ベース片幅
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θ１．溝角度
Ｇｗ２．溝幅
θ２．溝角度
Ｂｗ４．ベース片幅

【図１】

【図２】

【図３】
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